
 

 

  

  Ingot 생산에 필요한 원부자재 (다결정 

Silicon, Quartz Crucible, Dopant)를 

생산계획에 따라 준비하여 Grower 안에 

넣습니다. 

  다결정 실리콘을 높은 온도에서 녹여 액체 

상태로 만들었다가 서서히 단결정봉(Ingot)으로

성장시키는 공정입니다. 

  성장된 단결정봉이 제조하고자 하는 제품군의 

특성에 적합한지를 분석합니다. 

  가공된 단결정봉을 웨이퍼 형태로 만들기 위해

일정한 두께로 절단합니다. 

  Slicing 공정 중 발생된 웨이퍼 표면의 

Damage 를 제거하고 웨이퍼의 두께와 

평탄도를 균일하게 만듭니다.  

  화학 용액으로 Wafer 표면에 남은 Damage 를

제거합니다. 

  웨이퍼를 가열한 다음 급격히 냉각시켜 결정 

본래의 저항률을 갖도록 합니다. 

  거칠어진 웨이퍼 표면을 고도의 평탄도를 

갖도록 연마하는 공정입니다.  



  Polishing 후 웨이퍼 표면에 붙은 오염 

입자들을 제거합니다.  

  Particle 및 금속성 불순물 검사 등을 통해 

고객이 원하는 수준에 미달하는 제품을 가려 

냅니다. 

  검사에 합격한 제품이 포장되어 출하됩니다. 

 

  

  

 

  

Poly Silicon 을 Grower 에 Charge 하기 전 정확한 Weight 인지 

검사하는 것 

 

 

  

Manufacturing Specification 에서 의도한 전기적인 특성을 

부여하는 Dopant 의 양을 정확히 투입하는지 검사하는 것 

 

 

  

Single Crystal 을 성장시키는 Crystal Grower 의 Growing 

Program 에 Loading 되는 Parameter 가 등록된 프로그램과 

일치하는지 확인하는 것 

 

 

  

성장한 Crystal 중에서 웨이퍼로 사용이 가능한 Body 부분의 

길이를 측정하는 것 

 

 

  성장한 Crystal 의 diameter 를 측정하는 것 



 

 

  

품질을 평가하기 위해 채취되는 Slug 의 두께가 규정된 

Thickness 에 부합하는지 확인하는 것 

 

 

  

Crystal 이 가지고 있는 비저항값과 비저항 구배를 측정하는 것 

 

 

  

Crystal 이 가지고 있는 Interstitial Oxygen 의 농도와 구배를 

측정하는 것 

 

 

  

Crystal Growing 공정 중 발생한 결정 결함을 일정 조건의 

열처리를 거친 후에 Visual Inspection 을 통해 확인하는 것 

 

 

  

Crystal Growing 공정 중 발생한 Dislocation 존재 유무를 

확인하는 것으로서 일정 조건의 Etching 후에 확인 

 

 

  

Grinding 공정 중 가공된 Flat 의 Depth 를 측정, 확인하는 것 

 

 

  

Single Crystal 의 방향성을 이용하여 Chip 의 절단성을 용이하게 

하기 위해 웨이퍼의 방향성을 표시하도록 Flat 가공을 한다. 이 때

가공된 Flat 의 방향이 올바르게 되었는지 확인하는 것 

 



 

  

Flat 과 동일한 역할을 하나, Device 의 수율을 높이기 위해 Flat 

대신에 "V"자형 홈 가공을 하게 된다. 이것을 Notch 라 하는데 이 

깊이를 확인하는 것 

 

 

  

단결정의 결정방향이 <100>인지, <111>인지 확인하는 것 

 

 

  

X Diameter(웨이퍼의 직경)와 Y Diameter(웨이퍼의 Flat 면까지의 

직경)를 측정하는 것 

 

 

  

웨이퍼의 두께 

 

 

  

웨이퍼 중심점에서의 Median Surface 의 Concave 및 Convex 

변형 정보를 측정하는 것 

 

 

  

Reference Plane 에서 Median Surface 까지의 최대 편차와 최소 

편차의 차이를 측정하는 것 

 

 

  

웨이퍼의 최대 두께와 최소 두께의 차이 

 

 

  
육안으로 웨이퍼의 표면 및 Edge 의 오염 및 Scratch 등을 

검사하는 것   



 


